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合理使用光亮剂提高电镀扩孔器的质里

张 连 元

西 北 有 色地质勘查局修造 厂

为防止电镀金刚石扩孔器镀层脱落
,

本文在实验 的 基础上
,

提出

了第一
、

二类光亮剂与镀液的最佳比例
,

并总结出在连续生 产 中需要

补充的光亮剂的合理加量
。
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电镀 又称电铸 金刚

石扩孔器镀层脱落的原因

很多
,

本文只就其中重要

原因之一
,

即 由于光亮剂

使用不 当或比例失调造成

内应力过大而导致镀层脱

落的问题
。

光亮剂的作用及其最佳用量

在电镀工艺发展中
,

早就出现 了在镀液

内加人少量添加剂来改进镀层性质的方法
,

其中包括光亮剂
。

光亮剂 能 影 响 镀层的强

度
、

硬度
、

光亮度
、

耐磨性及延伸性等
,

对

电镀金刚石 钻 具 来 说
,

是能直接影响其质

量和使用寿命的
。

有人做过这样的试验 将

两个金刚石磨头分别放在加与不加光亮剂的

瓦茨基本镀液中电镀
,

结果如表 所示
。

为提高电镀质量
,

我们在镀液中试加 光

亮剂
。

实践证明
,

加得少了
,

见不到效果

加多了
,

反会促使镀层起皮脱落
,

所以剂量

是关键问题
。

我们在瓦茨镀液中用的光亮剂
,

一是糖

精 一是
,

一丁炔二醉
。

前者 属 初级光亮

齐
,

其作川是能减少镀层晶粒粒度
,

使镀层

结晶致密
,

增加硬度 后者属次级光亮剂
,

其作用是能提高阴极极化和均镀性能
,

使镀

加与不加光亮荆电镀 , 头的效果对比 衰

镶 液 硬 度
贾 光 亮 度 耐磨性 磨硬质合金 效 果

未加光亮剂

加过光亮剂

磨削时 访

磨去虽
,

效 率

磨削分于飞

磨去量
,

效率
。

加工铣刀 支
,

切削力弱
,

不好用

加工铁刀 支
,

切削锋利
,

仍能用

层无镍瘤
,

平整光亮
,

但它的 用 量 不能 过

多
,

否则会使镀层发脆
,

起皮脱落
。

虽有的

文献介绍
,

这种次级光亮剂一般加人量为每

升镶液加
,

笔者认为对 电 镀金刚石

扩孔器来说是 多了
。

因为扩孔器不同于一般

金刚石小工具
,

它在井下工作条件恶劣
,

所

受的剪切力较大
,

就需要镀层与本体有较大

的结合强度
。

我们经多次试验
,

发现每升镀



液加 入
,

一 丁炔 二醉 一 和桩精 效

果最佳
,

这个参数一直被我们采用
。

虽然这

样镀层表面不甚光亮
,

但强度大
,

韧性好
,

镀层的内应力也最小 甚至没有
。

怎样控制光亮剂的含量

开始配制新的镀液时
,

按前述最佳剂量

和比例加人两种光亮剂即可
,

但在电镀生产

中
,

镀液和这两种光亮剂并不是等比例消耗

的
,

为保证每批镀件都能在最佳条件下延续

生产
,

就需要随时掌握镀液中光亮剂的含量

比例和需要补充的绝对量
。

当然最精确的测

定应是做化验分析
,

但在我厂现实生产条件

下
,

随时做化验分析既困难又费时
,

所以采

用 了以试片检验的办法
。

具体做法是 首先

通过赫尔槽试验
,

初步测知缺少哪种光亮剂

及其大致含量
,

然后通过做内应 力试验
,

进

一步准确确定两种光亮剂的补充量
。

赫尔抽试验

首先
,

用赫尔槽试验制作 出两种光亮剂

不同含量的标准片
。

在生产中
,

通过投人镀

槽的新试片与标准片进行对 比
,

可初步确定

两种光亮剂的大致含量
。

例如
,

试片上的镀

层均匀光亮
,

但达不到镜面似的光亮度
,

就

可能是
,

一丁炔二醉含量太少 如 果 镀层

光亮如镜面
,

但高电流密度区镀层脆裂
,

就

可能是
,

一丁炔二醇含量多了 如 果 高电

流密度 区镀层无光或呈灰色
,

其余部位为镜

面光亮
, ·

就可能是糖精含量太少
。

这里之所

以 只说 “ 可能
” ,

是 因为电镀工艺和杂质的影

响
,

也能导致镀层发灰
、

发脆
、

发亮
,

故 需

要认真分析各方面的因素
。

关于其他 电镀工

艺和杂质的影响
,

本文暂不涉及
。

光亮剂与镀层内应 力的关系

用赫尔槽试验法来估计光亮剂的含员只

能是粗略的
,

要想更准确地补充光亮剂
,

还

要通过作镀层内应力的试验
。

糖精
,

是初级 光亮剂 也称主光亮剂
、

载光剂或第一类光亮剂
,

特 点 是阴极极化

增加较小
,

一般能提高阴极电位 一
一

,

而能增加镀层的压应 力
,

提 高延展性
,

对镀

层同本体的 结 合 强 度 有 利
。 ,

一丁炔 二

醉
,

是初级光亮剂 也称副光亮剂
、

光亮生

成剂或第二类光亮剂
,

其特 点 是
,

能显著

提高阴极电位
、

增强均镀能力
,

但又能产生

使镀层变脆的张应 力
。

据文献记载
,

当使阴

极电位升高 以上相应浓度 时
,

将产 生

镀层脱落现象
,

因此添加该 光亮剂时
,

千万

不能浓度过高
。

但两种光亮剂如 果 配 合 适

当
,

它们 白会取长补短
,

从而 提 高 镀 层硬

度
、

耐磨性和镀件的使用寿命
,

又不会对结

合力有太大影响
。

我们的试验结果是

在己镀过 个扩孔器的镀液中做内应 力

试验 以后每次试验时的电流密度
、

温度和

时间都相同
,

发现试片镀层有 较 大的压应

力
,

偏离垂线 约 图
,

说明 原镀液

已缺少
,

一丁炔 二西补 当 加 人 该 光 亮 剂

互 后
,

试片显示仍有偏离垂线 。的

沙叨 ,

圈 不同加一的 冲一丁炔二醉对 应 力的影晌

︷

另关少

阴极为试片
,

偏左为压应力
,

偏右 为张应力



压应 力 图 再加该 光 亮 剂
,

还

有偏离垂线 的压 应 力 图 第三次

加人该光亮剂
,

就只有偏 离 垂 线 约

的压应力了 图
。

从这一试验 不 难

看出
, ,

一丁炔二醇确实有使镀层产 生 张

应力的性能 表现为减小镀层压 应 力
。

用

同样程序做试验
,

证明糖精是能产生压应力

的
,

这里就不再一一图示 了
。

将以上对两类

光亮剂试验结果绘成曲线 图
,

能更清楚

地看出两个相反的压应力变化
。

前已述及
,

两种光亮剂要配合适 当刁能
取长补短

,

所以绝不能在其中一种已加量过

多时
,

用另一种纠偏
,

尤其是当初级 光亮剂

糖精 过量时
,

更不能用次级光亮剂来抵
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只侧曰
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, 一 丁快二醉合且

·
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图 两类光亮荆产生相反的压应力曲线

消内应力
,

否则加入的次级光亮剂过多
,

会

使镀层产生脆性
,

乃至起皮脱落
。

因此
,

遇

有上述情况时
,

只能重新调整镀液
,

使两种

光亮剂比例适当
,

才能确保扩孔器的质量
。

上述试验 说 明
, ,

一丁 炔 二醇 加 到

已超过规定 的 时
,

镀

层尚有偏离垂线 的压应 力
,

是原镀液中

的糖精含量过多所致
,

这是 由于 当初

年 缺乏经验造成的
。

过去还以为两种光亮

剂在镀液中是等比例消耗的
,

后来在多次实

验中得知
, ,

一丁炔二醇的消 耗 远大于糖

精的消耗
。

在镀件数 目不变的前提下
,

两种

光亮剂的合理 补 加 量 为
,

一丁炔 二 醇

糖 精 一 只 。

此外
,

由实验得知
,

镀层一般稍带一些压应 力
,

结

合力才
‘

更强
。

效 果

我们采用这一工艺标堆共电镀 了 多

个扩孔器
,

成品率为
,

未 有 脱皮现象

当然其他工艺参数也作过改进
。

有十几个

单位使用着我厂生产的扩孔器
,

反映一直很

好
。

在 级 可钻性 岩石中钻进
,

扩孔

器平均使用寿命为 左右
,

最 高 者 能达

或更 高
。
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